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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16602-60-12:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Dieses Dokument (EN 16602-60-12:2014) basiert auf ECSS-Q-ST-60-12C. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN 16602-60-12:2014. 

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Definitionen nach ECSS-S-ST-00-01. 

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff nach ECSS-Q-ST-60-05: 

Prozessidentifikationsdokument 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
Chargenlos 
Wafer aus den gleichen Ausgangswerkstoffen, die im Fertigungsablauf (Diffusion, Metallisierung und 
Passivierung) in einem begrenzten und kontrollierten Zeitraum gemeinsam verarbeitet werden 

ANMERKUNG Damit die Verarbeitungsschritte rückverfolgt werden können, werden ein Chargenlos und jeder Wafer 
mit einem eindeutigen Kennzeichen oder Code bezeichnet. 

3.2.2 
Prüfung der Designregeln 
Kontrollverfahren zur Überprüfung, ob die Designregeln erfüllt sind 

ANMERKUNG 1 Die Designregeln werden im Allgemeinen vom Zulieferer erstellt. 

ANMERKUNG 2 Die Überprüfung der Designregeln erfolgt mit Hilfe von Software. 

3.2.3 
Konstrukteur 
Entwickler 
Organisation, die für das Design der MMICs verantwortlich ist 

3.2.4 
Die-Los 
Dice-Los 
alle Dies, die aus einem einzigen Waferlos stammen 

3.2.5 
Prüfung der elektrischen Regeln 
Kontrollverfahren zur Überprüfung, ob die elektrischen Regeln erfüllt sind 

ANMERKUNG Die elektrischen Regeln werden im Allgemeinen vom Hersteller erstellt. 

3.2.6 
evaluierter Prozess 
ausgereifte Technologie, die zum Nachweis der Leistungs- und Zuverlässigkeitsgrenzen einer Reihe von 
elektrischen Tests und Umweltprüfungen erfolgreich unterzogen wird 

ANMERKUNG 1 ECSS-Q-ST-60-01 enthält eine Liste der evaluierten Prozesse. 

ANMERKUNG 2 Die Spezifikation ESCC269010 definiert die Anforderungen an die Evaluierung. 
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3.2.7 
Hersteller 
Wafer-Fabrik, die für die Fertigung der MMICs verantwortlich ist 

3.2.8 
Prozesskontrollmonitor 
Testgerät, das vom Zulieferer verwendet wird, um die Stabilität des Fertigungsprozesses mit Hilfe von 
Kontrollen, die während eines Zyklus der Waferherstellung durchgeführt werden, zu beurteilen 

ANMERKUNG Der PCM wird bei jedem Waferlos mehrmals (je nach Hersteller) eingesetzt. Die mit dem PCM 
gewonnenen Messwerte werden verwendet, um den Wafer entsprechend den im Design-Handbuch festgelegten 
relevanten DC- und RF-Kriterien anzunehmen oder zu verwerfen. 

3.2.9 
Fertigungslos 
Gerätetypen, die in der gleichen Fertigungsanlage aus den gleichen Rohstoffen gefertigt wurden und nach 
den gleichen Fertigungsverfahren und -kontrollen mit der gleichen Art von Geräten verarbeitet wurden 

ANMERKUNG Ein Fertigungslos darf aus einem oder mehreren Chargenlosen bestehen. 

3.2.10 
qualifizierter Prozess 
Prozess, der einem formellen Qualifikationstest erfolgreich unterzogen wurde 

ANMERKUNG Die Spezifikation ESCC 20100 definiert die Anforderungen an die Qualifikation. 

3.2.11 
Maske 
durch das Design auf Maskenebene definierter Bereich von Schaltkreis-Layouts (MMIC, TCV, DEC, PCM) zur 
Vervielfältigung über den gesamten Wafer während der MMIC-Fertigung 

3.2.12 
statistische Prozesskontrolle 
Mittel zur Kontrolle der Qualität und der Stabilität des technologischen Prozesses 

ANMERKUNG SPC wird bei verschiedenen Fertigungsschritten zur Messung und Analyse der Schlüsselparameter 
unter Verwendung geeigneter Verfahren implementiert. 

3.2.13 
Kachelgrafik 
Kachel 
siehe Maske 

3.2.14 
Nutzer 
Person, die für die Integration der MMICs auf höherer Ebene verantwortlich ist 

ANMERKUNG Beispiel: MMICs werden von Nutzern beispielsweise in Module, Hybride oder Geräte integriert. 

3.2.15 
validiertes Design 
Design, das einem Annahmetest und einem LAT-Test des MMIC-Nutzers erfolgreich unterzogen wird 

3.2.16 
validierter Prozess 
Prozess, der beurteilt oder qualifiziert wird 
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3.2.17 
Waferlos 
Wafer, die aus einem oder mehreren Losen gefertigt wurden 

ANMERKUNG Je nach Prozessfortschritt wird ein Waferlos wie folgt definiert: 

  Fall 1 (nicht beurteilter oder qualifizierter Prozess): ein Waferlos ist ein einzelner Wafer; 

  Fall 2 (beurteilter oder qualifizierter Prozess und neues MMIC-Design): ein Waferlos ist ein Chargenlos; 

  Fall 3 (ausgereifter Prozess und sich wiederholendes MMIC-Design): ein Waferlos wird als Fertigungslos aus 4 
Chargen angesehen, die innerhalb von 3 Monaten gefertigt wurden. 

3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Abkürzungen nach ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden 
Abkürzungen. 

Abkürzung Bedeutung  

AQL annehmbare Qualitätsgrenzlage (en: acceptance quality level) 

CTA Bauartzulassung des Schaltkreises (en: circuit type approval) 

DEC Dynamischer Auswertstromkreis (en: dynamic evaluation circuit) 

DRC Prüfung der Designregeln (en: design rules check) 

ERC Prüfung der elektrischen Regeln (en: electrical rule check) 

HTRB Hochtemperatur-Sperrvorspannung (en: high-temperature reverse bias) 

LAT Los-Abnahmetest (en: lot acceptance test) 

LTRB Niedertemperatur-Sperrvorspannung (en: low-temperature reverse bias) 

MMIC monolithische mikrowellenintegrierte Schaltung (en: monolithic microwave integrated 
circuit) 

PAD Teilezulassungsdokument (en: part approval document) 

PCM Prozesskontrollmonitor (en: process control monitor) 

PID Prozessidentifizierungs-Dokument (en: process identification document) 

RGA Restgasanalyse (en: residual gas analysis) 

SAM Akustische Mikroskopie 
Rasterultraschallmikroskopie 

(en: scanning acoustic microscopy) 

SEM Rasterelektronenmikroskop (en: scanning electron microscope) 

SEU Einzelereignis-Upset (en: single event upset) 

SPC Statistische Prozesslenkung (en: statistical process control) 

TCV technologische Parameter-Teststruktur (en: technological characterization 
vehicle) 

WAT Wafer-Abnahmetest (en: wafer acceptance testing) 
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1 
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms from other standards 

3.2 Terms specific to the present document 

3.2.1 batch lot 

 

3.2.2 design rules check 

3.2.3 designer 

3.2.4 die lot 

3.2.5 electrical rule check 
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3.2.6 evaluated process 

3.2.7 manufacturer 

3.2.8 process control monitor 

 

3.2.9 production lot 

 

3.2.10 qualified process 

 

3.2.11 reticule 

3.2.12 statistical process control 

 

3.2.13 tile 

reticule
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3.2.14 user 

 

3.2.15 validated design 

3.2.16 validated process 

3.2.17 wafer lot 

 

  

  

  

3.3 Abbreviated terms 

Abbreviation Meaning 

AQL 

CTA 

DEC 

DRC 

ERC 

HTRB 

LAT 

LTRB 

MMIC 

PAD 

PCM 

PID 
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